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Abstractor DE19923138 

The semi-finished item has a relatively stable main carrier foil (10) provided with a function layer (22) for 
the display (20) and a carrier layer (21), e.g. an optical layer, which is removable from the main carrier foil 
in conjunction with the function layer, a base layer (23) on the opposite side of the function layer and an 
adhesive layer (40) for fixing to a chip card. Also included are Independent claims for the following: (a) a 
chip card display integration method; (b) a chip card with an integrated display 
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@ Display zur Integration in kartenformige Tragermedien 

(§) Es wird ein Halbzeug vorgeschlagen, das besonders 
dazu geeignet ist. Displays in kartenformige Tragerme- 
dien wie Chipkarten und dergleichen zu integrieren. Dazu 
ist vorgesehen, dafl die Funktionsschicht (22) des Dis- 
plays (20) auf einer diinnen, flexiblen Folic (21) gefertigt 
wird, die ihrerseits auf einer stabilen Haupttragerfolie (10) 
angeordnet ist. Bei der Obertragung der Funktionsschicht 
(22) auf eine Chipkarte wird das Display (20) von der 
Haupttragerfolie (10) vollstandig geiost und ledtglich mit 
der dunnen Folie (21) in die Karte integriert. Im Gegensatz 
zur Haupttragerfolie (10), deren Elgenschaften optimal an 
die Fertigkeit des Displays angepal^t sind, ist die Folie (21) 
sehr diinn und flexibel und an die Anforderungen in einer 
Chipkarte optimal angepal^t. 

Dadurch wird einerseits erreicht, daS das Display (20) 
dunn ist und problemlos in die Chipkarte integriert wer- 
den kann. Andererseits wird die mechanische Belastung 
des Displays bei Biegebeanspruchung der Karte mini- 
. miert. 
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Beschreibung 



Die Erfindung beliifft Displays als Halbzeug zur Integra- 
tion in karlenformige Tragennedien, insbesondere in Chip- 
karien, und ein entsprechendes Verlahren zum Iniegricrcn 5 
dcr Displays in die Tragemiedien bzw. Chipkarten. 

Die Hcrsiellung von Chipkartendi splays erfolgl ublicher- 
wcisc scparai vonderKartenfertigung auf einerdafiir vorge- 
schcncn. bcsonders widerstandsfahigen Tragertblie. Nach 
ilcr lir/.cuuung ciner fijnklionalen Schicht, die nachfolgcnd 10 
jIs "An/ci^c" bczeichnet wird, auf der Tragertblie, wird die 
Anzcigc mil dcr Tragerfolie in die Karte integrien und mil 
den eleklrischen Bauteilen der Chipkarte verbunden, die zur 
Ansteuerung des Displays notwendig sind. Die Herstellung 
des Displays separat von der Kartenfertigung bietet sich an, 15 
weil die Displayfertigung sehr verschieden zur Karlenher- 
stellung und mit sehr hohen Investiiionen fiir die Anlagen- 
tcchnik verbunden isL Kancndisplays wcrdcn dahcr rcgcl- 
maBig von Displayhersteliem gefertigt, die Displays auch 
fiir andere Markte und Anwendungen herstelien. 20 

Seiche Displays sind immer sandwichartig aufgebaut und 
umfassen mindestens eine Basisschicht, auf der die funktio- 
nale Schicht fiir die Anzeige fest aufgebracht ist, und eine 
die Anzeige abdeckende Abdeckschicht. Die fiinktionale 
SchichL fur die Anzeige wird bei spiels weise durch Auf- 25 
dampfen, Sputlern, Spin-Coating etc. erzeugt. Die ftinktio- 
nale Schicht kann beispielsweise ein Russigkristallmaierial 
sein Oder aus leuchtendem Material bestehen, Sie kann auch 
Eleklroden, Filter, Poiarisaioren, Abstandhalter etc. aufwei- 
sen und insbesondere auf mehrere Schichten aufgeteiit sein. 30 
Die Schicht, auf der die funktionale Schicht aufgebracht ist, 
ist iiblicherweise eine FoHe, die nachfolgend als "Tragerfo- 
lie" bezeichnet ist, da sie die funktionale Schicht U-agt. Be- 
kannte Tragerfolien bestehen beispielsweise aus PET. 

Die Tragerfolie muB vergleichsweise dick ausgebildet 35 
sein, um fur die Fertigung der Anzeige ausreichend wider- 
standsfahig zu sein. Zusammen mit der Abdeckfolie, die iib- 
licherweise aus demsclben dicken Folienmaterial wie die 
Tragerfolie besteht und iiber der funktionalen Schicht ange- 
ordnet ist, ergibt sich eine Gesamtdicke des Displays, die 40 
ohne Uberschreitung der Nomidicke fur die Chipkarte nur 
schwierig in die Karte zu integrieren ist. Dariiber binaus U*e- 
ten bei den herkommlichen Displays Probleme hinsichtlich 
der biegedynamischen Belastbarkeit der Chipkarte auf, die 
ebenfalls bestimmten Normen geniigen muB. 45 

Ein weiterer Nachteil der herkommlichen Displays ist 
darin zu sehen, daB sie an die speziellen Bediirfnisse der 
Chipkanentechnologie, insbesondere was die Kooperation 
mit anderen Bauelementen der Chipkarte betrifFt, nichl opti- 
mal angepaBt sind. 50 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. Displays als 
Halbzeug fiir kartenfckmige Tragennedien anzugeben, die 
zuverlassig gefertigt werden konnen und dennoch hinsicht- 
lich Abmessungen und dynamischer Belastbarkeit fiir die 
Integration in kartenformige Tragennedien besonders geeig- 55 
net sind. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Halbzeug 
sowie ein Verfahren zur Integration des Halbzeugs in kar- 
tenformige Tragermedien gemaB den Merkmalen der neben- 
geordneten Anspruche gelost. 60 

Die erfindungsgemaBe Losung sieht vor, daB auBer der ei- 
gentlichen Tragerfolie, die nachfolgend als, "Haupttragerfo- 
lie" bezeichnet wird, eine weitere Tragerschicht vorgesehen 
ist, die nachfolgend als, ''Funktionsu^gerschichi" bezeich- 
net wird. Die Hauptu-agcrfolic ist an die bcsondcrcn Anfor- 65 
derungen zur Fertigung der Anzeige angepaBt und insbeson- 
dere sehr widerstandsfahig gegenuber den Beanspruchun- 
gen durch den FertigungsprozeB, wahrend die Tragerschicht 



an die besonderen Anforderungen zur Integration in einer 
Chipkarte angepaBt und insbesondere diinn und flexibe! ist. 
Haupttragerfolie, Tragerschicht und Anzeige bilden einen 
Verbund. HrfindungsgenjaB wird die Anzeige lediglich zu- 
sammen mit der Tragerschicht in das Tragermedium bzw. 
die Chipkarte integriert, wobei die Haupttragerfohe von 
dem Verbund abgelost wird. Durch das Ablosen der Haupt- 
tragerfolie wird erreicht, dafi die Maierialien, die fur den 
HerstellprozeB des Displays bendtigt werden, d. h. die wi- 
derstandsfahige, dicke Haupttragerfolie, die aber dcr Funk- 
tion der Kane eher hinderlich sind, nicht in die Karte inte- 
griert werden. wSiatt dessen wird die Anzeige mit der an die 
besonderen Anforderungen der Karte angepaBten Trager- 
schicht in die Karte integriert. 

In einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung ist vor- 
gesehen, daB auBer der Tragerschicht mit der Anzeige 
gleichzeitig weitere Bauelemente auf die Karte iibenragen 
wcr den. Das konnen beispielsweise Stcucrungsclcmcntc 
sein, die fiir das Funktionieren der Anzeige notwendig sind, 
wie ein Conu-oller und Kontakiflachen zum AnschluB an 
den Chip bzw. eine Energiequelle. Diese Steuerungsele- 
mente konnen entweder in der Anzeige integriert sein oder 
als mit der Anzeige verbundener Schaltkreis auf der Funkti- 
onsuragerschicht angeordnet sein. Altemativ kann die Funk- 
lionstnigerschichl auch zur Verwendung als Karteninletl 
mindestens die GroBe einer Standardkarte besitzen und als 
Leiterplatte dienen, auf der auBer dem Display und den ge- 
nannten Steuerungselementen auch Chip, Schalter, Batlerie 
und Leitungen angeordnet werden. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der anhangenden 
Zeichnungen beispielhaft beschrieben. Darin bedeuten: 

Fig. 1 zeigt einen Schichtaufbau mit einer Haupttrager- 
schicht und einem Display; 

Fig. 2a zeigt ein Display in Draufsicht und im Querschnitt 
mit einem Displayconlroller und Kontakiflachen; 
Fig. 2b zeigt ein modulartiges Display; 
Fig. 3 zeigt ein Verfahren zur Ubertragung von Displays 
von einer Haupttragerschicht auf einen kartenformigen Tr^- 
ger; 

Fig. 4 zeigt eine Anordnung von Displays auf einer 
Haupttragerschicht als Bogen; und 

Fig. 5 zeigt ein Display mit weiteren Bauelementen auf 
einem Substrat fur ein Karteninlett. 

Fig. 1 zeigt einen Verbund aus Haupttragerfolie 10 und 
Display 20. 

Die Haupttragerfohe 10 kann ein Band 100 oder ein Bo- 
gen 200 sein (Fig. 3 und 4), auf dem die Displays gefertigt 
werden. Die Haupttragerfolie 10 muB stabil und wider- 
standsfahig sein, um den Anforderungen fur die Displayfer- 
tigung geniigen zu konnen. 

Auf die Haupttragerfolie 10 wird zunachst eine Haftkle- 
berschicht30 aufgeu-agen, und auf dieser Haftkleberschicht 
30 wird die Tragerschicht 21 fixiert. Auf der Tragerschicht 
21 wiederum wird eine Funktionsschicht 22 erzeugt, die die 
aktive Schicht des Displays 20 bildet unddaher nachfolgend 
gelegenilich auch als Anzeige 2r bezeichnet wird. Die 
Funktionsschicht 22 kann durch Prozesse wie Aufdampfen, 
Sputtem, Spin-Coating etc. erzeugc werden und beispiels- 
weise ein Russigkristall-Material, leuchtende Materialien 
Oder ahnliches sein. Die Funktionsschicht 22 kann auch 
mehrere Schichten aufweisen und Elektroden, Filter, Polari- 
satoren, Abstandhalter etc. enthalten. Uber der Funktions- 
schicht 22 ist eine Basisschicht 23 mit einer Integrationskle- 
berschicht 40, die zur spateren Fixierung des Displays 20 in 
bzw. auf cincm Kartcnkorpcr bcstimmt ist, angeordnet. Im 
dargestellten Fall muB die Tragerschicht 21 transparent sein. 
Aus fertigungstechnischen Griinden konnen die Displays 20 
auch in umgekehrter Reihenfolge, d. h. beginnend mit der 
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Basisschiclir 23, gefertigt werden und anschlieBend iniitels 
der Haftkleberschichi 30 auf die Haupuragerfolie iibertra- 
gen werden. Dazu kann eine weiiere Haupuragerfolie ver- 
wendet werden. Fiir die Tnlegration in eine Chipkarte niiis- 
sen die derart hergeslellien Displays gewende! werden, z. B. 
dadurch. daB sie von der zur Herstellung verwendeten 
Haupitragerlblie auf die Haupuragerfolie 10 in der Wei se 
ubertragen werden. wie unten iin Zusainmenhang mit der 
Ubenragung der Displays auf Chipkarien beschrieben. 

Als Kleber fur die Haftkleberschichi 30 wird ein Haftkle- 
ber gewahk, der kauni Scherkrafte aufniinmt. Fiir die Hafl- 
kieberschicht 30 sind Kleber mil guten Adhasionseigen- 
schaften aber nur geringen Kohosionseigenschaften geeig- 
nei. Derariige Kleber erzeugen insbesodere keinen starren 
Verbund zwischen den verklebten Maierialien, weshalb ein 
Verschieben parallel zur Kiebeflache in geringem Umfang 
inoglich isu wahrend zur senkrechien Entfemung von der 
Klcbcfachc hohcr Kraftcinsatz notig isL Dies ist insbcson- 
dere vorteilhafu wenn als Haupuragerfolie ein aufgewickel- 
tes Folienband 100 verwendet wird (Fig. 3). Denn durch die 
Verwendung des speziellen Hafiklebers 30 wird kein fesler 
Verbund zwischen Haupuragerfolie 10 und Tragerschichl 21 
erzeugl, so daB die Dehnung der Oberflache der aufgewik- 
kellen Haupuragerfolie 100 nicht von der Haftkleberschichi 
auf die Tragerschichl 21 uberLragen wird. Dieji hal zur 
Folge, daB die durch das Aufwickeln verursachten Spannun- 
gen in der Funktionsschicht 22 allein von der Dehnung der 
Oberflache der Tragerschichl 21 abhangen. Da die Trager- 
schichl 21 aber exu-em diinn ist, ist diese Dehnung nahezu 
vemachlassigbar. 

Wenn darliber hinaus fiir die Basisschichl 23 dasselbe 
Material mit derselben Materialstarke verwendet wird wie 
fiir die Tragerschichl 21 und diese Basisschichl 23 fest mil 
der Funktionsschicht 22 verbunden ist, liegl die Funktions- 
schicht 22 in der mittleren Biegeebene zwischen Trager- 
schichl 21 und Basisschichl 23 und ist daher keinerlei Span- 
nungen ausgeselzl, wenn der Gesamtverbund 100 (Fig. 3) 
beslehend aus Haupuragerfolie 10 und darauf angeordneten 
Displays 20 auf RoUen aufgerollt ist. 

Dieser Effekt kann auch fur die spaiere Integration der 
Displays in Chipkarten ausgenutzt werden. Da Chipkarten 
haufig Biegungen und anderen mechanischen Belastungen 
ausgesetzt sind, ist es vorteilhafl, auch fiir die Inlegrations- 
kleberschichl 40 einen Klebstoff zu verwenden, der kaum 
Scherkrafte aufnimml. £s ist aber auch die Verwendung ei- 
nes vemetzenden Klebers mdglich, also eines Klebers, der 
auch gule Kohasionseigenschaften aufweist. Die Belaslung 
der Displays durch Scherkrafte wird nainlich zusaizlich 
dardurch verringert, da6 die Displays nur noch eine sehr gc- 
ringe Dicke aufweisen, da Tragerschichl 21 und Basis- 
schicht 23 sehr diinn gestaltet werden konnen. Die zwischen 
der Tragerschichl 21 und der Basisschichl 23 eingelagerle, 
empfindliche Funktionsschicht 22 wird somit weniger bean- 
spurcht, da die bei Biegung auftreienden Scherkrafte in diin- 
nen Schichlen geringer sind. 

Die Trager- und Basisschichten 21, 23 bestehen bevor- 
zugt aus PET und weisen Dickcn von etwa 200 jim auf. Wer- 
den aber z. B. Leuchtstofte in der Funktionsschicht 22 ver- 
wendet, die auf TJmwelteinfliisse reagieren. kann auch eine 
Glasschichi 21 verwendet werden. Schichi 23 muB in die- 
sem Fall biegesieif, z. B. aus Metall, gesiatltel sein, uui ein 
Brechen der Glasschichi 21 zu verhindem. Wird die Glas- 
schicht 21 zusaizlich mit einer KunslstoffoHe verbunden, 
kann eine weitere Erhohung der Widersiandstahigkeil gegen 
Bruch crrcicht werden. Aus fcrtigungstcchnischcr Sicht 
kann es bei einer Kombinalion Glas/Metall fiir Trager- 
schichl 21 und Basisschichl 23 sinnvoll sein, wie oben be- 
sclirieben, die Funktionsschicht auf der Basisschicht 23 
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(Metall) aufzubringen und diese miiiels der Glasschichi 21 
(Tragerschichl ) abzudecken. Fiir den Einbau in eine Chip- 
karie isi dann der beschriebene Wechsel auf eine zweitc 
Haupiragerfolie notig. 
5 In Fig. 2a isl ein Display 20 beslehend aus Tragerschichl 
21, Funktionsschicht hzw. Anzeige 22 und Basisschichl 23 
in Draufsicht und im Querschniu dargestelli. In der Funkti- 
onsschicht 22 sind diejenigen Bauelemente 25, 26a, 26b in- 
tegrien, die zur Sieuerung der Anzeige notwendig sind. Zu 

10 dieseni Zweck sind auf der Tragerschichl 21 ein Display- 
conU-oUer 25 und Konlaklflachen 26a, 26b integriert. Uber 
die Konlaklflachen 26a, 26b kann das Display 20 mil deni 
Chip einer Chipkarte eleklrisch leilend verbunden werden. 
In F^. 2b ist eine alternative Ausfuliningsfomi des in Be- 

15 zug auf Fig. 2a beschriebenen Displays 20 dargestelli. Der 
Unterschied bestehl darin, daB auf ein separates Subslrai 28 
ein vorgefenigtes Display 20 so wie derDisplayconu-oller 25 
und die Konlaklflachen 26a, 26b aufgcbrachi sind, die mit 
dem Display 20 elekuisch leilend verbunden werden. 

20 Sowohl das kompakte Display nach Fig. 2a als auch das 
Displaymodul nach Fig. 2b konnen in eine Chipkarte einge- 
setzi werden. Die Ausfiihrungsform nach Fig. 2a wird be- 
vorzugt, da auf der Tragerschichl 21 feinere Leiistrukturen 
erziell werden konnen und eine separate elektrische Konlak- 

25 tierung z. B. des Display konu-ollers 25 mil der Anzeige 22 
gegeniiber der Ausfiihrungsform nach Fig. 2b eingespart 
werden kann. Somit isl die Ausfiihrungsform nach Fig. 2a 
als besonders platzsparend und preiswert einzustufen. In 
beiden Fallen kann es vorgesehen sein, daB die Tragerfolie 

30 21 nur im Bereich der eigenlhchen Anzeige, in den Fig. 2a, 
b als Segmentzeichen dargestelit, transparent ist. 

In Fig. 3 ist die Uberu*agung der Displays 20 von der 
Haupuragerfolie 10 auf eine Chipkarte 1 dargestelit. Die 
Haupuragerfolie 10 bildet mit den Displays 20 ein Transfer- 

35 band 100. Hauptu-agerfolie 10 und Displays 20 konnen aber 
auch als Mehmutzenbogen 200 ausgebildel sein, wie in Fig. 
4 dargestelit. Dies hal auf die Art und Weise der Ubertra- 
gung der Displays 20 auf die Chipkarten 1 keinen EinfluB. 
In Fig. 3 ist zu erkennen, daB das Transferband 100 auf ei- 

40 ner VorralsroUe 50a aufgerollt ist und von dieser abgewik- 
kelt und auf die AuiSvickehrolle 50b aufgewickelt wird. Der 
Vorschub des Transferbandes 100 beim Abwickeln von der 
Vorratsrolle 50a auf die Aufwickelrolle50b erfolgt vorzugs- 
weise inlermillierend und synchronisiert mit der Zurverfii- 

45 gungslellung einer Chipkarte 1, auf die ein Display 20 iiber- 
u-agen werden soil. Die Chipkarte 1 kann auch ein Halbzeug 
sein, beispielsweiseein Karleninletu und erst spater zu einer 
fenigen Karte weiterverarbeitet werden. 

Die Hauptu-agerfolie 10 ist in Fig, 3 als durchsichtiges 

50 Kunststoffband gezeigi, so daB die Displays 20 durch die 
Haupttragerfolie 10 erkennbar sind. Mit dem Pragestempel 
60 wird ein Display 20 auf eine unter dcni Transferband 100 
exakt positionierte Chipkarte 1 im Hot-Stamping- Verfahren 
ubertragen, d. h. Chipkarte 1 und Display 20 werden miiiels 

55 Warme und Druck verbunden, indem inittels des Pragestern- 
pels 60 ein Koniaki zwischen der Imegrationskleberschicht 
40 auf der Riickseite des Displays 20 und der Oberflache der 
Chipkarte 1 hergestellt wird. Anstelle des Hot-Stamping- 
Verfahrens kann auch ein Kaltklebeverfahren verwendet 

60 werden, bei dem z. B. vemelzende Fliissigkleber oder Hafi- 
kleber eingesetzl werden. Die Adhasionskrafte der Haftkle- 
berschichi 30 sind gegeniiber den Adhasionskraften der In- 
legrationskleberschichl 40 so gering, daB sich die Trager- 
schichl 21 des Displays 20 vollstandig von der Haftkleber- 

65 schicht 30 lost. Die Tragerschichl 21 licgt somit nach der 
Ubertragung von dem Transferband 100 auf die Chipkarte 1 
als auBerste Schicht vor. Sie isl als sehr diinne oplische 
Schichi ausgebildet, dainit die Funktionsschicht bzw. die 
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Anzeige 22 durch die Tragerschichi 21 hindurcli erkennbar 
isi. Nach eiiblgler Ubemagung wird das Transfcrband 100 
weiier gelakiei und eine neue Chipkarre 1 so unter dein 
Transferband 100 angeordnei, daR die Uherfragung des 
nachsrcn Displays 20 auf die neue Chipkarie 1 eriblgen 5 
kann. 

Es isl auch moglich, das Display 20 ziisamnien mil eineni 
Teil der Haupiiragerfolie 10 aus deni Transferband heraus- 
zustanzen, wenn das Display 20 auf die Chipkane 1 ubenra- 
gen wird. Die dabci mitubcrtragene Haupttragerfolie 10 lO 
wird in eineni nachfolgenden Schritl entfemt. Dies hal den 
Vorteil, dafi die Haupttragerfolie ersi dann enU^mt zu wer- 
den brauchJ, wenn eine teste Verbindung zwischen der Inte- 
grationskieberschichl 40 und der Chipkarie 1 sichergesielli 
isr. In der Zeit der Verfestigung der Integrationskleber- 15 
schicht 40 kann bereits das nachste Display 20 auf eine neue 
Chipkane 1 iibenragen werden. 

Die Ubcrtragung dcs Displays 20 auf die Chipkarie 1 
kann auch nach der sogenannten Etiketieniechnik erfolgen, 
dabei werden die Displays 20 mil einem Kleber auf einem 20 
Trager befestigt, von dem sie spater abgezogen werden kon- 
nen, weil der Kleber auf dem Trager schlechter haftei als an 
der Stelle der Chipkarte 1 die fur die Displays 20 vorgesehen 
ist. Als Trager eignet sich z. B. silikonieries Papier. Das 
heiBl, die auf der Haupttragerfolie 10 angeordnelen Displays 25 
werden mil Ihrer Integrationskleberschicht 40 auf die Chip- 
karte 1 aufgebracht, und die Hauptu-agerfolie 10 wird an- 
schlieBend abgezogen. Diese Technik ist besonders geeignet 
im Zusammenhang mit dem in Fig. 4 dargestellten Mehrnut- 
zenbogen 200. 30 

Bei der tJbertragung des Displays 20 auf die Chipkarie 1 
konnen gleichzeiiig die Anzeigenkontakte 26a, b mil den 
entsprechenden Gegenkontakten der Chipkarte elektrisch 
leitend verbunden werden. 

In Fig. 5 ist eine besondere Ausfuhrungsform der Erfin- 35 
dung dargestellt, bei der das Display 20 auf ein Subsu-at 28 
iibertragen wird, welches als gedruckie Leiterplatte ausge- 
bildet ist. Das SubsUrat 28 isl als Inlett fiir eine Kane be- 
stimmt und weist daher mindestens die auBeren Abmessun- 
gen einer Chipkarte 1 auf. Die Abmessungen einer Chip- 40 
karte 1 sind in Fig. 5 gestrichclt dargestelh, Auf dem Sub- 
sirat 28 sind auRer dem Display 20 desweiteren ein Chip 4 
fiir die kontaktierte Dateniibertragung, ein Schalter 3 und 
eine Batterie 2 angeordnet und uber Leitungen eleklrisch 
miteinander verbunden. Das Display 20 entspricht dem in 45 
Fig. 2a dargestellten konipakten Display. Es ist aber auch 
moglich, anstelle des kompakten Displays ein Displaymo- 
duL wie in Fig. 2b dargestellt, zu verwenden. Aliemativ 
kann das SubsU-at 28 durch die Tragerschicht 21 gebiidei 
werden, wobei die elektrischen Bauelemente 2, 3, 4 vor- 50 
zugsweise erst nach der Ferligung des Displays 20 auf die 
Tragerschicht 21 aufgebracht und mil dem Display 20 elek- 
trisch verbunden werden. 

AbschlieBend kann die Chipkarte mil einer Deckschicht, 
beispielsweise einer Folic, beschichler werden, die minde- 55 
stens im Bereich der Anzeige 22, wie sie in Fig. 2a, b durch 
Segmentzeichen dargestellt ist, transparent isl. Es kann auch 
vorgesehen sein, daB eine Deckschicht verwendet wird, die 
im Bereich der Anzeige 22 eine Aussparung aufweist, wenn 
die Tragerschicht 21 als U-ansparent ist, wie oben beschrie- 60 
ben, und uber ausreichende mechanische Slabilitat verfiigt. 

Auf die Aufbringung einer Deckschicht kann verzichtet 
werden, wenn ein Display, wie in Fig, 2a, b dargeslelli, in 
eine entsprechend dimensioniene Ausparung der Chipkane 
cingcsctzt wird, 65 

Ebenso kann bei geeigneter Technologic zur Herstellung 
der Anzeige 22 auf eine Basisschicht 23 vcrzichlei werden. 
Die Integrationskleberschicht 40 wird dann direki auf die 



138'~C1 

6 

Anzeige, d. h. die Funktionsschichi 22, die beispielsweise 
Drucktechnisch hei^eslelll werden kann, aufgebracht. 

Patenlanspriiche 

1. Halbzeug fur die Integration cines Displays (20) in 
ein kartenfonniges Tragennedium (1), insbesondere 
eine Chipkane, umfassend eine Haupttragerfolie (10), 
eine Anzeige bildende Funktionsschichi (22) und eine 
Tragerschichi (21), wobei die Tragerschichi (21) mil 
der Funktionsschichi (22) von der Hauptu^gerfolie 
(10) ablosbar ist, 

2. Halbzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Haupuragerfolie (10) eine auf den Herstei- 
lungsprozefi der Anzeige abgestimmie Slabilitat auf- 
weist. 

3. Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da- 
durch gckcnnzcichnct, daB die Haupttragerfolie (10) 
dicker ausgebildet isl als die Tragerschicht (;21). 

4. Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Tragerschicht (21) als 
optische Schicht ausgebildet ist. 

5. Halbzeug nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf der der Tragerschicht 

(21) gegenuberliegenden Seite der Funkiionsschicht 

(22) eine Basisschicht (23) angeoidnel isl. 

6. Halbzeug nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet daB eine Integrationskleber- 
schicht (40) zur Fixierung des Displays (20) auf einem 
kartenfbnnigen Tragermedium voigesehen ist. 

7. Halbzeug nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Iniegraiionskleberschichl (40) aus einer 
mittels Warnie und Druck aktivierbaren Kleberschicht, 
einer Haftkleberschicht oder einer vemeizenden Rus- 
sigkleberschicht besteht, die jewcils nur Scherkrafte in 
geringem Umfang aufnehmen. 

8. Halbzeug nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Haupttragerfolie (10) 
ein Folienband (100) ist. 

9. Halbzeug nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet^ daB die Hauptu-agerfolie (10) 
von einem Mehmutzenbogen (200) gebildet wird. 

10. Halbzeug nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB in der Funktionsschichi 
(22) auBer der Anzeige auch alle fiir die Steuerung der 
Anzeige notwendigen Schaltungselemente (25, 26a, 
26b) integrierl sind. 

11. Halbzeug nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Tragerfolie (21) mit der 
Funkiionsschicht (22) auf einem Subslrat (28) angeord- 
net ist, wobei auf dem Subslrai (28) desweiteren alle 
zur Steuerung der Anzeige notwendigen Schaltungs- 
elemente angeordnet und elektrisch mil der Anzeige 
verbunden sind. 

12. Halbzeug nach Anspmch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Substrai (28) mindestens die auBeren 
Abmessungen einer Chipkarte aufweist und eine Lei- 
terplatte fur weilere Bauelemente wie Chip (4), Schal- 
ter (3) und Batierie (2) bildet. 

13. Halbzeug nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Substrai (28) durch die Funkti- 
onsu-agerschichl (21) selbst gebildet wird. 

14. Verfahren zur Integration eines Displays (20) in 
ein kartenfomiiges Tragermedium (1), insbesondere 
cine Chipkarte. umfassend die Schfittc 

- Zurverfugungstellen eines Halbzeugs nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 13. mil einer Haupttra- 
gerfolie (10), einer eine Anzeige bildenden Funk- 
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lionsschichi (22) und einer Tragerschiclii (21), 

- Zurvcrfugungstellen eincs kartenfonuigen Tra- 
germediunis (1) und 

- Ubertragen der Tragerschicht (21) mil der 
Funktionsschichi (22) auf das Tragemiediuni (1), 5 
wobei die Hauptlragerfolie (10) des Halbzeugs 
entfernt wird. 

15. Verfaiiren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zcichnet, da6 die Ubertragung im HeiBprageverfahren 
erfolgl. 10 

16. Verfaiiren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zuiuindest ein Teil der Hauptlrager- 
folie (10) zusammen mit der Funkiionsschicht (22) und 
der Tragerfolie (21) aus dem Transferband (100) oder 
dem Mehmutzenbogen (200) beiiii Ubertragen ausge- 15 
slanzt wird, um die Hauptlragerfolie (10) nach dem 
Ubenragen entfernen zu konnen. 

17. Verfaiiren nach cincni der Anspruchc 14 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Ubertragung nach 
dem Etikettenverfahren erfolgt. 20 

18. Kartenformiges Tragermedium, insbesondere 
Chipkarte, mit einem Display, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Display (20) mittels eines Verfahrens ent- 
sprechend einem der Anspriiche 14 bis 17 integriert ist. 

25 

Hierzu 3 Seile(n) Zeichnungen 
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